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BILAGA

till
kommissionens delegerade direktiv

om indring, for anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga
I1I till Europaparlamentets och riadets direktiv 2011/65/EU vad giiller undantag for bly i
lodpunkter for elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar
av integrerade kretsar
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I bilaga III ska punkt 15 ersittas med foljande:

BILAGA

,’15

Bly i lod for elektrisk koppling
mellan halvledarskiva och substrat
1 flip-chip-stackar av integrerade
kretsar

Tillampligt pé kategorierna 8, 9 och 11 och
16per ut

den 21 juli 2021 {or andra produkter
tillhorande kategorierna 8 och 9 dn
medicintekniska produkter for in
vitro-diagnostik och industriella
Overvaknings- och kontrollinstrument,

den 21 juli 2023 {6r medicintekniska
produkter for in vitro-diagnostik
tillhoérande kategori 8§,

den 21 juli 2024 for industriella
Overvaknings- och kontrollinstrument
tillhdrande kategori 9 och for kategori
11.

15a

Bly i lod for elektrisk koppling
mellan halvledarskiva och substrat
i flip-chip-stackar av integrerade
kretsar, ddr minst ett av foljande
kriterier ar uppfyllt:

— En halvledartekniknod pa minst
90 nm.

— En enda skiva pa minst
300 mm? négon av
halvledartekniknoderna.

— Staplade skivpaket (stacked die
packages) pa minst 300 mm?,

eller kiselmellanldgg pa minst
300 mm?.

Tillampligt pa kategorierna 1-7 och 10 och
16per ut den 21 juli 2021.”
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